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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 
(54) Bezeichnung: Optoelektronisches Bauelement mit einer Mehrzahl von strahlungsemittierenden Halbletterchips 
(57) Zusammenfassung: Ein. optoelektronisches Bauele- 
ment ist zur Erzeugung von farbigem IVIiscMicht, insbeson- 
dere weiUem i^ischlicht, mit mehreren strahlungsemittie- 
renden Halbleiterchips (4a, 4b, 4c) bestOckt, die unter- 
schiedliche Emissfonsspektra aufweisen. Zumindest ein 
Halblelterchip (4a, 4b, 4c) ist mit einem Lumineszenz-Kon- 
versionselement (5a, 5b) versehen, das so ausgewahit ist, 
dass esweitestgehend nur Strahlung im Emissionsbereich 
des jeweils zugeh5rigen Chips (4a, 4b, 4c) in sichtbares 
Licht umwandelt. Aufgrund der unterschiedllchen Emissi- 
onstjereiche der Halbleiterchips (4a. 4b, 4c) kann das Lu- 
mineszenz-Konversionselement (5a, 5b) nicht Oder nur ge- 
ringfugig die Strahlung von benacht}arten Chips (4a, 4b, 
4c) absorbieren. Dadurch wird die Umwandlungs-Effizienz 
des Bauelements und damit die Lichtausbeute des Bauele- 
ments erhShL 
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BeschreFbung ment der eingangs genannten Art mit erhohter 

Lichtausbeute und verringerten technischen Auf- 
[0001] Optoelektronisches Bauelement mit einer wand zu schaffen. Diese Aufgabe wird durch ein op- 
Mehrzahl von strahlungsemittierenden Halbleiter- toelektronischesBaueiementmitdenMerkmalendes 
chips Die Erfindung betrim ein optoelektronisches Anspruchs 1 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der 
Bauelement mit einer Mehrzahl von strahlungsemit- Erfindung sind Gegenstand der Unteranspruche 2 bis 
tierenden Halbieiterchips und einem Tragerkorper, 10. 

auf dem die Haibleiterchips benachbart zueinander [0007] ErfindungsgemalJ weist ein optoelektroni- 
angeordnet sind. Sie betrifft insbesondere ein optoe- sches Bauelement eine IViehrzahl von strahlungse- 
lektronisches Bauelement der eingangs genannten mittierenden Halbieiterchips auf, die auf einem Tra- 
Art, das obefflachenmontierbar ist und fur die Erzeu- gerkorper benachbart zueinander angeordnet sind, 
gung von weiBem oder farbigem Mischlicht geeignet und von denen zumindest ein Halbleiterchip mit zu- 

mindest einem Lumineszenz-Konversionselement 
[0002] Zur Erzeugung von weiRem oder anderem versehen ist. Jedes Lumineszenz-Konversionsele- 
mischfarbigem Lichtwerden bishersogenannte Mu!- ment ist so ausgewahit, dass es im wesentlichen 
ti-LEDs und herkommliche mitLeuchtstoff versehene nicht durch die von einem benachbarten Halbleiter- 
Einzeichip-LEDs eingesetzt. Beispielsweise kann chip emittierte Strahlung zum Leuchten angeregt 
durch eine IMischung von Rot- und Grunleuchtstoffen wird. Aufgrund dieser Bedingung wird die gewunsch- 
die vori einem blauen Halbleiterchip emittierte Strah- te emittierte Strahlung im wesentlichen nichtvon dem 
lung teilweise in rotes und griines Licht umgewandelt Lumineszenz-Konversionselement eines benachbar- 
werden. so dass insgesamt weiSes Ucht entsteht. ten Haibleiterchips absorbiert. Somit wird das ge- 
[0003] Die Anordnung von mehreren LED-Chips in wunschte weiUe bzw. mischfarbige Licht vom Baue- 
einem Gehausekorper ist bereits aus einer Reihe von lament emittiert und die Effizienz der Umwandlung 
Druckschriftsn bekannt. Zum Beispiel wird in der EP durch die Lumlneszenz-Konversionselemente und 
0 468 341 B1 eine Halbieitervorrichtung bestehend damit die Lumineszenz-Effizienz des Bauelements 
aus mehreren LED-Chips beschrieben, bei der die wesentlich gesteigert. 

LED-Chips auf einer ersten gemeinsamen Elektrode [0008] in einer bevorzugten Ausfuhrungsform wer- 
angeordnetsind und jeder LED-Chip jeweils mit einer den Halbieiterchips eingesetzt, die an sich Strahlung 
zweiten Elektrode separat elektrisch verbunden ist im Emissionsbereich fiir UV- und/cder blaues Licht 
Ublicherweise werden drei Halbieiterchips einge- erzaugen. 

setzt, von denen einer blaues, einer rotes und einer [0009] In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungs- 
griines Licht erzeugt,umimGesamteindruck wellies form emittieren die Halbieiterchips gegebenenfalls 
Mischlicht zuerzeugen. einschlieBlich des jeweils zugehorigen Lumines- 

[0004] Ein besonderes Problem einer solchen Halb- zenz-Konversionselements in zumindest zwei unter- 
leitervorrichtung besteht darin, dass die verschiede- schiedlichen Spektralbereichen des sichtbaren opti- 
nen Chiptechnologien fur die unterschiedlichen Far- schen Spektrums. Durch gezielte Ansteuerung der 
ben eine technisch aufwandige Spannungsversor- einzelnen Haibleiterchips konnen unterschiedliche 
gung erfordern. Ein weiterer Nachteil ist die Absorpti- Lichtfarben innerhalb eines grolien Farbraumes er- 
on von Strahlung des blauen Halbieiterchips durch zeugt werden. 
. die benachbarten Haibleiterchfps.Aufgrund eines da- [0010) Vorteilhaflerweise ist die Erzeugung von 
durch reduzierten Blauanteils des gesamten emittler- IVlischlicht einer vorbestimmten Mischfarbe vorgese- 
ten Lichts kann bei der Erzeugung weilien Lichts ent- hen. 

weder ein griiniicher oder geiblicher Farbeindruck [0011] Weiterhin ist vorzugsweise die Erzeugung 
entstehen. von weiBem oder weitestgehend weiRem Licht vor- 

[0005] Diesem Problem kann beispielsweise durch gesehen. Unter weitestgehend weiBem Licht wird 
die Anordnung einer reflektlerenden Zwischenwand mischfarbiges Licht verstanden, dessen Farbort sich 
zwischeri jeweils zwei Haibleiterchips begegnet wer- so nah bei dem WeiSpunkt der CIE-Normfarbtafel be- 
den. Diese aus der WO 02/1 7401 A1 bekannte Mafl- findet, dass ein gelbliches, grunliches oder blauliches 
nahme setzt voraus, dass kein bzw. wenig emittiertes WelBlicht oder ein weililich-violettes Licht erzeugt 
Licht an der Lichtaustrittsflache reflektiert wird und wird. 

folglich in den Absorptionsbereich der benachbarten [0012] Vorteilhaft an dem erfindungsgemallen opto- 
Halbleiterchips kommt. Aulierdem benotigen diese elektronischen Bauelement ist, dass durch den Ein- 
Zwischenwande zusitzlichen Platz im fur die Halblei- satz von lediglich blaues Licht emit'tierenden Halbiei- 
terchips vorgesehenen l^ontierbereich, was zu einer terchips oder lediglich UV-Slrahlung emittlerenden 
vergroRerten Bauform fiihrt. Je mehr Haibleiterchips Halbieiterchips. die Jedoch unterschiedliche Emissi- 
in dem einen Gehausekorper angeordnet sind, urn so onsbereiche aufweisen. die Ansteuerung der Halblei- 
mehr Zwischenwande und damif Platz im Bauele- terchips erheblich vareinfacht ist. 

f '"^ "°^'9- [0013] In einer weiteren Ausfuhrungsform umfaRt 

[0006] Der voriiegenden Erfindung liegt daher die das erfindungsgemaHe optoelektronische Bauele- 
Aufgabe zugrunde, ein optoelektronisches Bauele- ment zwei Haibleiterchips. Vorzugsweise emittiert 
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der erste Halbleiterchip an sich blaues Licht und der 
zweite Halbleiterchip an sich UV-Strahlung. In einem 
solchen Fall wird der zweite Halbleiterchip vorzugs- 
weise mit einem Lumineszenz-Konversionselement 
versehen, so dass die UV-Strahlung in sichtbares 
Licht umgewandelt wird. 

[0014] Alternativ ist vorgesehen, dass beide Halb- 
leiterchips UV-Strahlung emittieren. Beide UV-Strah- 
lung emittierende Halbleiterchips werden vorzugs- 
weise mitjeweils einem Lumineszenz-Konversionse- 
lement versehen, urn die UV-Strahlung vom jeweili- 
gen Halbleiterchip in sichtbares Licht umzuwandeln. 
[0015] In einer weiteren bevorzugten AusfiJhrungs- 
form besteht das Lumineszenz-Konversionselement. 
jeweils aus einem strahlungsdurchlassigen Material, 
in dem eine Oder mehrere verschiedene Arten von 
Leuchtstoffen dispergiert sind. Vorzugsweise ist das 
strahlungsdurchlassige Material ein Klarharz. 
[0016] Bel einer weiteren vorfeilhaften Ausfuh- 
mngsform wird das erfindungsgemalie Bauelement 
mit drei Halbleiterchips bestucl<L Die drei Halbleiter- 
chips kSnnen sine Kombinatfon von blaues Licht 
emittierehden und UV-Strahlung emittierenden Halb- 
leiterchips, von ledigllch blaues Licht emittierenden 
Halbleiterchips oder von lediglich UV-Strahlung emit- 
tierenden Halbleiterchips sein. Die UV-Strahlung 
emittierenden Halbleiterchips sind vorzugsweise je- 
weils mit zumindest einem Lumineszenz-Konversi- 
onselement versehen. 

[001 7] Bei einer weiteren Ausfuhrungsform werden 
die Halbleiterchips gegebenenfalls einschlieSIich des 
jeweils zugehorigen Lumineszenz-Konversionsele- 
ments mit einer strahlungsdurchlassigen Platte abge- 
deckt Oder mit einem strahlungsdurchlassigen Mate- 
rial umhullt. Dadurch werden die Halbleiterchips ge- 
gen Verschmutzung undVoder Feuchtigkeif ge- 
schutzt. 

[0018] Vorteilhafterweise konnen lichtstreuende 
Partikel in einer solchen Umhilllung oder Abdeckplat- 
te integrlert sein, urn einen einheitlicheren Farbein- 
druck des erfindungsgemafien Bauelements zu er- 
zeugen. Dadurch wird die Erscheinung von einzelnen 
farbiges Licht emittierenden Halbleiterchips verrin- 
gert. 

[0019] Weitere Merkmale, Vorteile und Zweckma- 
liigkeiten ergeben sich aus den beiden nachfolgend 
in Verbindung mit den Fig. 1 und 2 erlauterten Aus- 
fiihrungsbeispielen. 
[0020J Eszeigen: 

[0021] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ei- 



nes ersten Ausfilhrungsbeispiels eines erfindungsge- 
malien Bauelements, und 

[0022] Fig, 2 eine schematische Schnittansicht ei- 
nes zweiten Ausfuhrungsbeispiels eines erfindungs- 
gemaSen Bauelements. 

[0023] Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind 
in den Figuren mit denselben Bezugszeichen verse- 
hen, Zum besseren Verstandnis sind die AusfQh- 
rungsbeispieie in den Figuren nicht malistabsgerecht 
dargestellt. 



[0024] Das in Fig. 1 dargestellte optoelektronische 
Bauelement weistzwei Halbleiterchips 4a. 4b auf, die 
in einer Vertiefung 3 eines Tragerkorpers 1 benach- 
bart zueinanderangeordnetsind. Die Halbleiterchips 
4a, 4b sind auf einem ersten Tell eines Leiterrahmens 
2 aufgelotet oder aufgeklebt und mit nicht dargestell- 
ten Bonddrahten mit einem zweiten Teil des Leiter- 
rahmens 2 elektrisch verbunden. Beide Halbleiter- 
chips 4a, 4b emittieren UV-Strahlung aus zwei unter- 
schiedlichen Wellenlangenbereichen. Beide Halblei- 
terchips 4a, 4b sind mit jeweils einem Lumines- 
zenz-Konversionselement 5a, 5b versehen. 
[0025] Die Lumineszenz-Konversionselemente 5a, 
5b bestehen aus einem mit Leuchtstoffpartikein ver- 
sehenen strahlungsdurchlassigen Harz. Der Leucht- 
stoff von einem Lumineszenz-Konversionselement 
5a wandelt die UV-Strahlung des zugehorigen Chips 
4a beispielsweise in blaues Licht urn und derLeucht- 
stoff von dem anderen Lumineszenz-Konversionse- 
lement 5b wandelt die UV-Strahlung des zugehori- 
gen Chips 4b beispielsweise ins rot-grune Licht um. 
Somit kann wellies Licht oder weitestgehend weiRes 
Licht erzeugt werden. 

[0026] Das Bauelement ist durch eine strahlungs- 
durchlassige Abdeckplatte 6 gegen Umgebungsein- 
flusse geschutzt werden. Alternativ kann die Vertie- 
fung 3 mit einer Klarverguss gefullt sein. 
[0027] In Fig. 2 ist eiri'Ausfuhrungsbeisplel darge- 
stellt, welches drei Halbleiterchips 4a, 4b. 4c auf- 
weist. Wie bei dem in Fig, 1 dargestellte Beispiel sind 
die Halbleiterchips 4a,4b,4c benachbart zueinander 
in einer Vertiefung 3 eines Tragerkorpers 1 angeord- 
net und an den Leiterrahmen 2 elektrisch ange- 
schlossen. 

[0028] Der Halbleiterchip 4c emittiert blaues Licht 
und die zwei anderen Halbleiterchips 4a, 4b emittie- 
ren UV-Strahlung. Der zweite und dritte Halbleiter- 
chip 4a, 4b sind vorzugsweise jeweils mit einem Lu- 
mineszenz-Konversionselement 5a, 5b versehen. 
Das Lumineszenz-Konversionselement 5a des zwei- 
ten Halbleiterchips 4a enthalt einen roten Leuchtstoff 
und das Lumineszenz-Konversionselement 5b des 
dritten Halbleiterchips 4b einen griinen Leuchtstoff. 
Als rote und griine Leuchtstoffe konnen Sulfide bzw. 
Thiogallate venvendetsein. 

[0029] Vorzugsweise ist die Vertiefung 3 samt Halb- 
leiterchips mit einer strahlungsdurchlassigen VerguB- 
masse 6 vergossen. Urn einen einheitlicheren Far- 
beindruck des Bauelements zu erzeugen, sind vor- 
zugsweise lichtstreuende Partikel 7 in der Verguft- 
masse 6 dispergiert. Optional konnen die Seitenwan- 
de der Vertiefung 3 mit einem Reflektor 8 versehen 
sein, um die Lichtausbeute welter zu verbessern. Die 
diffuse VerguGmasse 6 vermindert den Eindruck 
zweier oder mehrerer getrennter Farbpunkte im Re- 
flektor. 

[0030] Andere Fonnen des Lumineszenz-Kcnversi- 
onselements Sa, 5b konnen vorgesehen sein. Bei- 
spielsweise kann das Lumineszenz-Konversionsele- 
ment 5 in Form einer Schicht bereils auf den Halblei- 



DE 102 61 365 A1 2004.07.22 



terchip 4a, 4b aufgebrachf integriert werden, bevor 
dieser auf den Tragerkorper 1 montiert wird. 
[0031] Durch Kombinationen von verschiedenen Ar- 
ten von Halbleiterchips und/oder Leuchtstoffen kon- 
nen auf einfacher Weise LED-Bauelemente unter- 
schiedlicher Mischfarben erzeugf werden. Die erfin- 
dungsgemalien Baueiennente konnen ohne oder nur 
mit geringer Umstellung in den existierenden Anla- 
gen hergestellt werden. 

Patentansprijche 

1 . Optoelektronisches Bauelement mit 

- einer Mehrzahl von strahlungsemittierenden Halb- 
leiterchips (4a, 4b, 4c), und 

- einem Tragerkorper (1 ), auf dem die Halbleiterchips 
(4a. 4b, 4c) benachbartzu einanderangeordnet sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- zumindest ein Halbleiterchip (4a, 4b, 4c) mit zumin- 
dest einem Lumineszenz-Konversionselement (5a, 
5b) versehen ist, und 

- jedes Lumineszenz-Konversionselement (5a, 5b) 
im wesentlichen nicht durcfi die von einem benach- 
barfen Halbleiterchip (4a, 4b, 4c) emitferte Strahlung 
angeregt wird, zu leuchten. 

2. Optoelektronisches Bauelement nach An- 
spruch 1 , bei dem die Halbleitercliips (4a. 4b, 4c) ggf. 
einschlieSlich des Jeweils zugehorigen Lumines- 
zenz-Konversionselements (5a, 5b) Strahlung aus 
unterschiedlichen Spektralbereichen des sichtbaren 
optischen Spektrums emittieren. 

3. Optoelektronisches Bauelement nach An- 
spruch 1 Oder 2. bei dem die Halbleiterchips (4a. 4b, 
4c) an sich Strahlung im Emissionsbereich fur 
UV-Strahlung und/oder blaues Licht erzeugen. 

4. Optoelektronisches Bauelement nach einem 
der vorherigen Anspruche, bei dem jedes Lumines- 
zenz-Konversionselement (5a, 5b) Strahlung in sicht- 
bares Licht umwandelt. 

5. Optoelektronisches Bauelement nach einem 
der vorherigen Anspruche, bei dem die Halbleiter- 
chips {4a, 4b, 4c) und die Lumineszenz-Konversi- 
onselemente (5a, 5b) so ausgewahit sind, dass das 
Bauelement weiSes oder weitestgehend weiBes 
Licht emittiert. 

6. Optoelektronisches Bauelement nach einem 
der Anspruche 1 bis 4, bei dem die Halbleiterchips 
(4a. 4b. 4c) und/oder die Lumineszenz-Konversions- 
elemente (5a, 5b) so ausgewahit sind, dass das Bau- 
element Liciit einer vorbestimmten Mischfarbe emit- 
tiert. 

7. Optoelektronisches Bauelement nach einem 
der vorherigen Anspruche, 

bei dem, wenn zwei Halbleiterchips (4a, 4b. 4c) vor- 



handen sind. ein Halbleiterchip (4a, 4b. 4c) an sich 
blaues Licht emittiert und der andere Halbleiterchip 
(4a. 4b. 4c) an sich UV-Strahlung emittiert, 
wobei der UV-Stratilung emittierende Halbleiterchip 
(4a, 4b, 4c) mit einem Lumineszenz-Konversionsele- 
ment (5a, 5b) versehen ist. das UV-Strahlung in sicht- 
bares Licht umwandelt. 

8. Optoelektronisches Bauelement nach einem 
der vorherigen Anspruche, 

bei dem, wenn zwei Halbleiterchips (4a, 4b, 4c) vor- 
handen sind, zur Erzeugung von weiBem Licht ein 
Halbleiterchip (4a,4b,4c) an sich blaues Licht emit- 
tiert und der andere Halbleiterchip (4a, 4b, 4c) an 
sich UV-Strahlung emittiert, 

wobei der UV-Strahlung emittierende Halbleiterchip 
(4a, 4b, 4c) mit einem Lumineszenz-Konversionsele- 
ment (5a, 5b) versehen ist, das die UV-Strahlung in 
gelbes Licht umwandelt. 

9. Optoelektronisches Bauelement nach einem 
der Anspruche 1 bis 6, 

bei dem. wenn drei Halbleiterchips (4a, 4b, 4c) vor- 
handen sind, ein Halbleiterchip (4a, 4b, 4c) an sich 
blaues Licht emittiert und die anderen zwei Halblei- 
terchips (4a. 4b, 4c) an sich UV-Strahlung in zwei un- 
terschiedlichen Emissionsbereichen emittieren, 
wobei die UV-Strahlung emittierenden Halbleiter- 
chips (4a, 4b, 4c) mit Jeweils einem Lumines- 
zenz-Konversionselement (5a.5b) versehen sind, 
das die vom jeweils zugehorigen Halbleiterchip (4a, 
4b, 4c) emittierte UV-Strahlung in sichtbares Licht 
umwandelL 

10. Optoelektronisches Bauelement nach einem 
der Anspruche 1 bis 6 oder 9, 
bei dem, wenn drei Halbleiterchips (4a, 4b, 4c) vor- 
handen sind, zur Erzeugung von weiEem Licht ein 
erster Halbleiterchip (4a, 4b, 4c) an sich blaues Licht 
emittiert und ein zweifer und dritter Halbleiterchip (4a, 
4b, 4c) an sich UV-Strahlung in zwei unterschiedli- 
chen Emissionsbereichen emittieren, 
wobei der zweite Halbleiterchip (4a, 4b, 4c) mit ei- 
nem Lumineszenz-Konversionselement (5a, 5b) ver- 
sehen ist, das die vom zweiten Halbleiterchip (4a ,4b, 
4c) emittierte UV-Strahlung in griines Licht umwan- 
delt, und der dritte Halbleiterchip (4a, 4b, 4c) mit ei- 
nem zweiten Lumineszenz-Konversionselement (5a, 
5b) versehen ist, das die vom dritten Halbleiterchip 
(4a, 4b, 4c) emittierte UV-Strahlung in rotes Licht um- 
wandelL 

11. Optoelektronisches Bauelement nach einem 
der vorherigen Anspruche, bei dem die Halbleiter- 
chips (4a, 4b. 4c) mit einer Umhullung (6) versehen 
sind. die lichtstreuende Parfikel (7) enthalt und strah- 
lungsdurchlassig ist 

Es folgt ein Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zelchnungen 
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